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⻑春⽯化 CCP
C H A N G  C H U N  P E T R O C H E M I C A L  ·  台 北  ·  台 灣

P R O D U C T  O V E R V I E W  ·  產 品 總 覽

電解銅箔
Electrolytic Copper Foil · � 主力牌號

G R A D E  C O M P A R I S O N  ·  牌 號 快 速 對 照

牌號 · GRADE 厚度範圍 表⾯處理 主應⽤領域

VFP-��� �� / �� μm HVLP · 極低粗度 ⾼頻 / ⾼速 PCB

BFR-F � / � / �� μm 雙⾯光亮 · ⾼延伸 鋰電池負極集流體

HTE �� ~ ��� μm · � 規格 Zn / Cr 處理 多層 PCB 基板

RTF �� / �� / �� / �� μm 反處理⾯ Reverse Treated 細線路內層 (Fine Pattern)

共通規格 銅純度 ≥ 99.80% 測試標準 IPC-TM-��� 可依客⼾需求客製

A P P L I C A T I O N  ·  應 ⽤ 領 域

�G / ⾼頻 PCB
Server · Storage · Switch

鋰電池 / EV
�C · ESS · HEV / PHEV / BEV

多層 PCB 基板
FR-� · CEM · High-Tg · HF

G R A D E  D E T A I L S  ·  牌 號 說 明

VFP-��� Very Low Profile Copper Foil HVLP 等級 · 結瘤⽐ VFP-��� 更細 · PPO/PPE 樹脂相容性佳

BFR-F Battery Anode Foil ⾼拉伸 + 退⽕後⾼延伸 · 雙⾯光亮 · 抗變⾊處理

HTE High Temperature Elongation ��/��/��/��/��/���/���/���/��� μm · IPC-���� Class � · 單⾯ Zn/Cr 處理

RTF Reverse Treated Foil 反處理⾯適合多層板細線路內層印刷

※  D E T A I L E D  S P E C I F I C A T I O N S
詳 細 規 格 表 （ 厚 度 公 差  ·  拉 伸 強 度  ·  延 伸 率  ·  Rz  ·  剝 離 強 度 ） 請 索 取 原 廠 資 料
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